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Ramtron meldet Auftragsfertigungsvertrag mit IBM 

Colorado Springs, USA - 18. Februar 2009. Der amerikanische Halbleiterhersteller Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektri​schem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – gibt den Abschluss eines Vertrags über die Auftragsfertigung von mikroelektronischen Bauteilen durch IBM bekannt. Die beiden Unternehmen wollen Ramtrons F‑RAM-Halbleiterprozess im IBM-Werk für Waferherstellung in Burlington, Vermont installieren. Der Ausstoß des neuen Halbleiterwerks soll als Basis für die Einführung neuer kosteneffizienter F-RAM-Produkte hoher Leistungsfähigkeit dienen.

Dazu Bob Djokovich, Chief Operating Officer von Ramtron: „Dieser Vertrag über die Auftragsfertigung bei IBM bedeutet für uns höhere Fertigungskapazität. Sie soll dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Ramtrons unverwechselbaren F‑RAM-Bauteilen zu befriedigen. Das neue Weltklasse-Halbleiterwerk ist eine flexible, kosteneffiziente Fertigungsplattform für künftige Produktentwicklungsinitiativen, die unserem Unternehmen neue Marktchancen eröffnen werden. Wir haben volles Vertrauen zu IBM Microelectronics und sind sicher, dass deren Dienste in Prozessentwicklung und Halbleiterfertigung dazu beitragen werden, dass Ramtron den Zukunftsbedarf von F‑RAM-Kunden rund um die Welt bedienen kann.“

Und John DiToro, für die Halbleiterfertigung zuständiger Leiter in der IBM Systems and Technology Group, ergänzt: „Wir freuen uns, zur Ausweitung des F‑RAM-Angebots von Ramtron beitragen zu können. Die breite Palette an IP-Blöcken, die über die Halbleiterdienste von IBM verfügbar sind, kann Ramtron beträchtliche Flexibilität in der Produktentwicklung geben. So können wir Ramtron dabei helfen, die Fertigungs‑ und Produktentwicklungsziele des Unternehmens zu erreichen.“

Ramtron erwartet erste Produktiv-Wafer auf IBMs 0,18-Mikron-Halbleiterfertigungsprozess für 2010. Neben Fujitsu Limited und Texas Instruments wird IBM damit Ramtrons dritter Auftragsfertiger für F-RAM-Chips.

Parallel zu diesem Vertrag über Halbleiterauftragsfertigung handelt Ramtran derzeit mit der Silicon Valley Bank eine Kreditfazilität über 11 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Kapital‑ und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Auftragsfertigung durch IBM aus. Außerdem arbeitet Ramtron mit der Silicon Valley Bank an einer Erweiterung des bestehenden revolvierenden Dispositionskredits von vier auf fünf Millionen US-Dollar bis März 2012. Ramtrons bisheriger Kreditrahmen gestattet eine Inanspruchnahme bis vier Millionen US-Dollar. Derzeit bestehen keine offenen Beträge aus diesem Kreditrahmen. Der Abschluss der neuen Kreditfazilität wird noch fürs erste Quartal 2009 erwartet.

# # #

Über IBM

Weitere Informationen über IBM Microelectronics finden Sie unter http://www.ibm.com/chips.

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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